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English and translated versions
of this document, the English
version will take precedence.

Vid tolkningskonflikt mellan den
svenska och engelska texten har
den engelska texten företräde.

1.1 Omfattning

Denna standard är en sammanställning av visuella
acceptanskrav för kretskort.

Detta dokument fastställer acceptanskrav för tillverkning av
kretskort. Historiskt sett har kretskortsstandarder omfattat
mer detaljerade beskrivningar av principer och tekniker. För
en mer komplett förståelse av rekommendationer och krav
i detta dokument, kan man använda IPC-HDBK-001, IPC-
AJ-820 och IPC J-STD-001.

Kriterierna i detta dokument är inte avsedda att definiera
processer för kretskortstillverkning eller att tillåta reparation/
modifiering eller förändring av kundens produkt. Till
exempel, att det finns kriterier för limning av komponenter
innebär inte ett krav/rekommendation/tillstånd att använda
limning. Att trådar är virade medurs på bilderna innebär inte
ett krav/rekommendation/tillstånd att alla trådar ska viras
medurs.

Användare av denna standard bör ha relevant kunskap om
kraven i dokumentet och hur man applicerar dem.

Objektiva bevis som visar på skicklighet i att
kunna demonstrera denna kunskap bör underhållas.
När objektiva bevis inte är tillgängliga bör man överväga
periodvis granskning av personalens kunskaper i att
fastställa visuella acceptanskriterier på ett korrekt sätt.

IPC-A-610 har kriterier som omfattar mer än vad som
anges i J-STD-001 beträffande hantering, mekaniska och
‘‘workmanship’’ krav. Tabell 1-1 är en sammanfattning av
relaterade dokument.

1 Acceptanskrav för kretskort

1 Förord
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